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DESCRIPCION
Maodulo de altavoz para dispositivo movil y dispositivo mévil con estructura de radiacion de conducto

Antecedentes de la invencion

1. Campo de la invencion:

La presente invencion es un dispositivo mévil que tiene un médulo de altavoz y una estructura de radiacion de
conducto. De forma mas particular, la presente invencioén se refiere a un dispositivo mévil que tiene una estructura de
radiacion de conducto que puede mejorar el rendimiento del sonido al cambiar la forma de una superficie de abertura
de un conducto al que se une un miembro de proteccion para evitar que se inyecte una sustancia extrafa.

2. Descripcion de la técnica relacionada:

Hoy en dia, debido al notable desarrollo de la tecnologia de la informacién y la comunicacion y la tecnologia de
semiconductores, el uso de dispositivos mdviles ha aumentado rapidamente y se ha generalizado. De forma mas
particular, un dispositivo movil reciente realiza convergencia mévil, que incluye una funciéon de otros terminales, asi
como cada funcién intrinseca tradicional. Por ejemplo, un terminal de comunicacién movil reciente proporciona una
funciéon multimedia, como una funcién de visualizacion de television (por ejemplo, transmisidon mévil como transmision
multimedia digital (DMB) o transmision de video digital (DVB)), una funcion de reproducciéon de musica (por ejemplo,
funcién de reproduccion de audio capa 3 (MP3) del grupo de expertos de imagenes en movimiento (MPEG) y una
funcién de reproduccion de imagenes en movimiento, ademas de una funcién de comunicacion general, como la
comunicacion de voz y un servicio de mensajeria de caracteres. A medida que el uso multimedia de dispositivos
moviles ha crecido, el interés ha aumentado correspondientemente en un rendimiento de sonido de un mdédulo de
altavoz. Por consiguiente, el nimero de dispositivos méviles que utilizan un médulo de altavoz que tiene una estructura
de radiacion de conducto también ha aumentado.

Las Figuras 1Ay 1B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia externa
y una seccion de un médulo de altavoz que tiene una estructura de radiacion de conducto de acuerdo con la técnica
relacionada.

Con referencia a las Figuras 1A y 1B, un médulo 10 de altavoz que tiene una estructura de radiacion de conducto
incluye un altavoz 14 para emitir una sefial de sonido, un cuerpo 11 en el que esta montado el altavoz 14, un conducto
12 extendido desde una superficie del cuerpo 11 para guiar una sefial de sonido del altavoz 14 para que se irradie a
una superficie, un miembro 15 insonorizado unido a una pared del conducto 12, y un miembro 13 de proteccién unido
al miembro 15 insonorizado para evitar que una sustancia extrafia entre en el médulo 10 de altavoz. Es preferible que
el médulo 10 de altavoz tenga un tamafio para mejorar el rendimiento del sonido.

Sin embargo, los avances tecnoldgicos han permitido que los dispositivos moviles recientes sean mas finos. Los
dispositivos moviles recientes proporcionan también diversas funciones de acuerdo con una tendencia de
convergencia. Debido a que se proporcionan mas capacidades en un volumen mas pequefio, se ha vuelto dificil para
los dispositivos moviles recientes asegurar suficiente espacio de montaje para el médulo 10 de altavoz. En otras
palabras, el tamario del médulo 10 de altavoz esta limitado por el espacio disponible en el dispositivo mévil. Cuando
una sefial de sonido se irradia a una superficie lateral, como en el médulo 10 de altavoz mostrado en las Figuras 1A'y
1B, el tamario del conducto 12 en el que se irradia una sefial de sonido es mas limitado. De esta forma, puesto que el
tamafo del conducto 12 es limitado, el médulo 10 de altavoz tiene dificultades para asegurar un rendimiento de sonido
satisfactorio. Cuando se une el miembro 13 de proteccion para evitar que se inyecte una sustancia extrafa, resulta
dificil para el médulo 10 de altavoz proporcionar un rendimiento de sonido satisfactorio debido a una disminucion de
la presion del sonido por parte del miembro 13 de proteccion.

Por lo tanto, existe la necesidad de un sistema y procedimiento para un médulo de altavoz mejorado para un dispositivo
movil y un dispositivo movil que tenga una estructura de radiacion de conducto.

La informacion anterior se presenta como informacion de fondo solo para ayudar a comprender la presente divulgacion.
No se ha hecho ninguna determinacion, ni se ha hecho ninguna afirmacion, en cuanto a si alguno de los anteriores
podria ser aplicable como técnica anterior con respecto a la presente invencion.

El documento JP-2006/019980-A desvela, para evitar de forma segura la fuga de sonido, una garra acoplada con un
gancho para montar un altavoz compacto mientras el altavoz compacto se coloca en el lado posterior de una cubierta
posterior. Un miembro de amortiguacion se intercala entre un plano inclinado y la superficie de la punta del altavoz
compacto, y entre una superficie inferior y una superficie de techo, y se suelda a presion para su deformacion al recibir
fuerza de soldadura a presion en una direccion casi vertical a la superficie de la punta y a la superficie del techo. Como
resultado, un borde lateral interno en la abertura de una cubierta posterior y la abertura del altavoz compacto se sellan
a través del miembro de amortiguacion soldado a presion y se unen mientras se evita la fuga de sonido.

El documento US-2007/223744-A1 desvela un dispositivo electrodptico que incluye una unidad de visualizacion que
tiene un area de visualizacion y una pluralidad de miembros de generaciéon de sonido, la pluralidad de miembros de
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generacion de sonido incluye un altavoz que esta dispuesto para superponer el area de visualizacion en la vista en
planta, y un orificio de liberacion de sonido que emite sonidos generados por el altavoz hacia el exterior, en el que la
pluralidad de orificios de liberacion de sonido que constituyen la pluralidad de miembros de generacion de sonido se
disponen en el exterior del area de visualizacion en vista en planta a lo largo de parte de los lados del area de
visualizacion.

El documento US-2005/233781-A1 desvela un terminal de comunicacién que incluye una carcasa que lleva dentro un
elemento de antena de radio, un altavoz y una camara que actia como una cavidad de resonancia electromagnética
para la antena y como una cavidad de resonancia acustica para el altavoz. El altavoz estda montado dentro de la
camara y esta acoplado al exterior de la carcasa a través de un canal de sonido. El terminal incluye una interfaz de
usuario en el lado frontal de la carcasa y el altavoz se coloca detras de la interfaz de usuario como se ve desde el lado
frontal, con el canal de sonido extendiéndose desde una entrada de canal en el altavoz hasta una salida frontal del
canal en el lado frontal.

Sumario de la invenciéon

Un objetivo de ciertas realizaciones de la presente invencion es proporcionar un médulo de altavoz para un dispositivo
movil y un dispositivo moévil que tenga una estructura de radiacion de conducto que pueda minimizar el deterioro del
rendimiento del sonido debido a un miembro de proteccién cambiando la forma de un conducto para aumentar un area
de una superficie de abertura del conducto desde la que se irradia una sefal de sonido.

De acuerdo con la presente invencion, se proporciona un dispositivo mévil de acuerdo con la reivindicacion 1.

Otros aspectos, ventajas y caracteristicas destacadas de la invencién seran evidentes para los expertos en la materia
a partir de la siguiente descripcion detallada, que, tomada junto con los dibujos adjuntos, desvela las realizaciones
ejemplares de la invencion.

Breve descripcion de los dibujos

Lo anterior y otros aspectos, caracteristicas y ventajas de ciertas realizaciones ejemplares de la presente invencion
seran mas evidentes a partir de la siguiente descripcion tomada junto con los dibujos adjuntos, en los que:

las Figuras 1A'y 1B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia
externa y una seccion de un moédulo de altavoz que tiene una estructura de radiacion de conducto de acuerdo con
la técnica relacionada;

la Figura 2 es una vista en perspectiva que ilustra una apariencia externa de un modulo de altavoz de acuerdo con
un primer ejemplo;

la Figura 3 es una vista en seccion transversal que ilustra un médulo de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo;
la Figura 4 es una vista en perspectiva que ilustra una apariencia externa de un modulo de altavoz de acuerdo con
un segundo ejemplo;

la Figura 5 es una vista en seccion transversal que ilustra un médulo de altavoz de acuerdo con el segundo ejemplo;
las Figuras 6A y 6B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia
externa y una seccion de un médulo de altavoz de acuerdo con una realizacion de la presente invencion;

las Figuras 7A y 7B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia
externa y una seccion de un médulo de altavoz de acuerdo con un tercer ejemplo;

las Figuras 8A y 8B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia
externa y una seccion de un médulo de altavoz de acuerdo con un cuarto ejemplo;

la Figura 9 es una vista en seccion transversal que ilustra una forma fija de un médulo de altavoz y un dispositivo
movil que tiene una estructura de radiacion de conducto de acuerdo con otro ejemplo; y

las Figuras 10A y 10B son graficos que ilustran los resultados de la medicién del rendimiento del sonido de un
modulo de altavoces de la técnica relacionada y médulos de altavoces de realizaciones ejemplares de la presente
invencion.

A lo largo de los dibujos, cabe sefialar que los nimeros de referencia similares se utilizan para representar los mismos
o elementos, caracteristicas y estructuras similares.

Descripcion detallada de las realizaciones ejemplares

La siguiente descripcion con referencia a los dibujos adjuntos se proporciona para ayudar a una comprension integral
de las realizaciones ejemplares de la invencion tal como se define en las reivindicaciones. La misma incluye varios
detalles especificos para ayudar en esa comprension, pero estos deben considerarse como simplemente ejemplares.
Por consiguiente, los expertos en la materia reconoceran que pueden realizarse diversos cambios y modificaciones
de las realizaciones descritas en el presente documento sin apartarse del ambito de la invencién tal como se define
en las reivindicaciones adjuntas. Ademas, las descripciones de funciones y construcciones bien conocidas pueden
omitirse para mayor claridad y concision.

Los términos y palabras utilizados en la siguiente descripcion y en las reivindicaciones no se limitan a los significados
bibliograficos, sin embargo, son simplemente utilizados por el inventor para permitir una comprension clara y
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consistente de la invencion. Por consiguiente, deberia ser evidente para los expertos en la materia que la siguiente
descripcion de realizaciones ejemplares de la presente invencion se proporciona Unicamente con fines ilustrativos y
no para limitar la invencion tal como se define en las reivindicaciones adjuntas.

Debe entenderse que las formas singulares "un" "uno/una" y "el/la" incluyen referentes en plural, a no ser que el
contexto indique claramente lo contrario. Por lo tanto, por ejemplo, la referencia a "una superficie componente" incluye
la referencia a una o mas de tales superficies.

Un dispositivo movil de acuerdo con un ejemplo de realizaciéon de la presente invencion es un terminal de tamafio
pequefio que incluye un médulo de altavoz e incluye un terminal de comunicacion movil, un Asistente Personal Digital
(PDA), un terminal de teléfono inteligente, un reproductor de audio capa 3 (MP3) del grupo de expertos de imagenes
en movimiento (MPEG) y un reproductor multimedia portatil (PMP).

La Figura 2 es una vista en perspectiva que ilustra una apariencia externa de un médulo de altavoz de acuerdo con
un primer ejemplo. La Figura 3 es una vista en seccion transversal que ilustra un médulo de altavoz de acuerdo con
el primer ejemplo.

Con referencia a las Figuras 2 y 3, un modulo 100 de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo incluye un cuerpo 110,
un conducto 120, un miembro 130 de proteccién, un altavoz 140 y un miembro 150 insonorizado.

El altavoz 140 esta montado dentro del cuerpo 110, y una sefial de sonido emitida desde el altavoz 140 puede irradiarse
hacia el exterior a través de un pasaje formado con el cuerpo 110 y el conducto 120. En otras palabras, una sefal de
sonido emitida desde el altavoz 140 puede irradiarse hacia el exterior a través de una superficie de abertura del
conducto 120. En particular, el conducto 120 de acuerdo con el primer ejemplo incluye una primera superficie 121 de
abertura, una segunda superficie 122 de abertura, y una tercera superficie 123 de abertura. La primera superficie 121
de abertura esta formada en varias formas (por ejemplo, una forma escalonada) tal como una forma vertical o una
forma inclinada con respecto a una direccion de longitud (que se extiende) del conducto 120. La segunda superficie
122 de abertura esta formada en un extremo lateral (por ejemplo, dentro) del conducto 120. La tercera superficie 123
de abertura esta formada para exponer la segunda superficie 122 de abertura. Especificamente, la segunda superficie
122 de abertura esta formada para tener un area mas grande que la de una superficie de abertura de seccion
transversal formada verticalmente con respecto a una direccion longitudinal del conducto 120 y esta dispuesta
inclinada con respecto a cada una de la primera superficie 121 de abertura y la segunda superficie 123 de abertura
para guiar la sefial de sonido hacia la primera superficie 121 de abertura y la tercera superficie 123 de abertura. Dicho
de otro modo, la segunda superficie 122 de abertura se forma inclinada con respecto a la direccion de extension del
conducto 120.

La primera superficie 121 de abertura esta en contacto con una pared de un orificio (no mostrado, en lo sucesivo, un
orificio de altavoz) formado en una caja de un dispositivo mévil (no mostrado). En otras palabras, una salida de sefial
de sonido desde el altavoz 140 se irradia hacia el exterior de un dispositivo moévil (no mostrado) a través de un orificio
de altavoz. En este caso, el miembro 150 insonorizado para evitar la fuga de una sefial de sonido se coloca entre el
orificio del altavoz y la primera superficie 121 de abertura. El miembro 150 insonorizado puede estar formado por
diversos materiales apropiados, como una esponja, poron y caucho.

La segunda superficie 122 de abertura es una superficie a la que se une un miembro 130 de proteccion para evitar
que una sustancia extrafia entre en el médulo de altavoz, y es preferible que un area S2 de la segunda superficie 122
de abertura sea mayor que un area S1 de la primera superficie 121 de abertura. El miembro 130 de proteccién puede
estar formado con malla y tela no tejida. Una sefial de audio pasa a través del miembro 130 de proteccion con baja
resistencia de transferencia de sefial de sonido. Una pluralidad de orificios (es decir, nudo neto) se forman en el
miembro 130 de proteccién. Para mejorar un efecto de prevencion de sustancias extrafias, es preferible que el tamario
de un orificio del miembro 130 de proteccién sea pequefio. Sin embargo, a medida que se reduce el tamaiio del orificio,
la resistencia de transferencia de la sefial de sonido aumenta.

La tercera superficie 123 de abertura esta formada para unir facilmente el miembro 130 de proteccion a la segunda
superficie 122 de abertura.

Tal como se ha descrito anteriormente, como se cambia una estructura de conducto 120 del médulo 100 de altavoz,
el médulo 100 de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo puede reducir el deterioro de la presién acustica debido al
miembro 130 de proteccién, en comparacion con el médulo 10 de altavoz de la técnica relacionada. Esto se debe a
que un area de una superficie de abertura a la que esta unido el miembro 130 de proteccién es grande en comparacion
con un caso de la técnica relacionada y, por lo tanto, como una sefial de sonido se irradia a través de un area amplia,
la resistencia de transferencia a una sefal de sonido que pasa a través del miembro 130 de proteccién es relativamente
pequena.

La Figura 4 es una vista en perspectiva que ilustra una apariencia externa de un médulo de altavoz de acuerdo con
un segundo ejemplo. La Figura 5 es una vista en seccion transversal que ilustra un modulo de altavoz de acuerdo con
el segundo ejemplo.

Con referencia a las Figuras 4 y 5, un médulo 200 de altavoz de acuerdo con el segundo ejemplo incluye un cuerpo
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210, un conducto 220, un miembro 230 de proteccion, un altavoz 240 y un miembro 250 insonorizado. El médulo 200
de altavoz de acuerdo con el segundo ejemplo es similar al médulo 100 de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo
de realizacion. Sin embargo, el médulo 200 de altavoz de acuerdo con el segundo ejemplo incluye una cubierta 224
insonorizada fijada a la tercera superficie 223 de abertura. La cubierta 224 insonorizada evita que una sefial de sonido
se distribuya y se envie a una tercera superficie 223 de abertura. En otras palabras, el médulo 200 de altavoz de
acuerdo con el ejemplo evita el deterioro del rendimiento de una sefial de sonido que se produce cuando la sefial de
sonido se distribuye y sale a la primera superficie 221 de abertura y la tercera superficie 223 de abertura.

En las Figuras 4 y 5, una cubierta 224 insonorizada se forma por separado, pero los ejemplos no se limitan a la misma.
Por ejemplo, la cubierta 224 insonorizada puede estar formada integralmente con otra parte que es uno de los
elementos constitutivos del médulo 200 de altavoz. Como alternativa, la tercera superficie 223 de abertura puede
procesarse a prueba de sonidos por el cuerpo del dispositivo mévil. Para esto, el cuerpo del dispositivo movil puede
incluir un elemento constituyente (por ejemplo, un soporte) para bloquear la tercera superficie 223 de abertura. En
este caso, fijando un miembro insonorizado (por ejemplo, poron y esponja) entre el elemento constituyente y la tercera
superficie 223 de abertura, se puede aumentar el efecto de insonorizacién. Como alternativa, en otro ejemplo, al no
formar por separado un elemento constituyente para bloquear la tercera superficie 223 de abertura en el cuerpo del
dispositivo movil y al unir un miembro insonorizado entre el cuerpo del dispositivo movil y la tercera superficie 223 de
abertura, se puede realizar un procedimiento de insonorizacion.

En las Figuras 2 a 5, un miembro de proteccion esta unido a las segundas superficies 122 y 222 de abertura, pero los
ejemplos no se limitan a la misma. En otras palabras, en otro ejemplo, uno o mas miembros de proteccion pueden
estar unidos a los médulos 100 y 200 de altavoz. Por ejemplo, un miembro de proteccion puede estar unido
adicionalmente a las primeras superficies 121 y 221 de abertura de los médulos 100 y 200 de altavoz. En este caso,
el miembro de proteccién unido a las primeras superficies 121 y 221 de abertura puede estar mas separado que, es
decir, puede tener un tamafo de orificio mayor que, un miembro de proteccion unido a las segundas superficies 122
y 222 de abertura. Como alternativa, cuando un area de la primera superficie 121 o 221 de abertura y la segunda
superficie 122 o 222 de abertura es mayor que la de una superficie de abertura de seccién transversal formada
verticalmente con respecto a una direccion longitudinal del conducto, un miembro de proteccion unido a la primera
superficie 121 o 221 de abertura y la segunda superficie 122 o 222 de abertura pueden tener el mismo tamafo de
orificio.

Las Figuras 6A y 6B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia externa
y una seccion de un madulo de altavoz de acuerdo con un tercer ejemplo que comprende una realizacion de la presente
invencion.

Con referencia a las Figuras 6A y 6B, un moédulo 300 de altavoz de acuerdo con el tercer ejemplo incluye un altavoz
340 para emitir una sefial de sonido, un cuerpo 310 en el que esta montado el altavoz 340, un conducto 320 para
formar una trayectoria de radiacion de una sefial de sonido emitida desde el altavoz 340, y un miembro 330 de
proteccion unido a una superficie 321 de abertura del conducto 320.

El moédulo 300 de altavoz de acuerdo con el tercer ejemplo tiene una superficie 321 de abertura, a diferencia de los
modulos 100 y 200 de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo de realizacion y el segundo ejemplo de realizacion.
En este caso, la superficie 321 de abertura no esta formada verticalmente con respecto a una direccion longitudinal
del conducto 320. Esto es para permitir que la superficie 321 de abertura tenga un area mayor que la de una superficie
de abertura de seccion transversal formada verticalmente con respecto a una direccion longitudinal del conducto 320.
Por ejemplo, cuando se supone que una direccion de longitud del conducto 320 es '0*, la superficie 321 de abertura
del conducto 320 puede estar formada para tener un angulo de inclinacion, esencialmente cualquier angulo excepto
'90°" y '270°', que son angulos que tienen un area de seccion minima, y '180°" y '360°', que son angulos paralelos a
una direccion longitudinal del conducto 320.

El moédulo 300 de altavoz de acuerdo con el tercer ejemplo tiene una superficie de abertura, a diferencia de los modulos
100 y 200 de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo de realizacion y el segundo ejemplo de realizacion
respectivamente, y por lo tanto el miembro 330 de proteccion se une mas faciimente.

El moédulo 300 de altavoz esta sujeto al cuerpo del dispositivo movil. En este caso, una sefial de sonido del médulo
300 de altavoz se irradia hacia el exterior a través de un orificio de altavoz formado en una superficie lateral del cuerpo
del dispositivo movil. Sin embargo, como la superficie 321 de abertura tiene una inclinacion, la superficie 321 de
abertura y el cuerpo del dispositivo movil no contactan completamente entre si, y se puede formar un espacio entre la
superficie 321 de abertura y el cuerpo del dispositivo movil. Debido al espacio libre, todas las sefiales de sonido no se
emiten al exterior a través de un orificio de altavoz, y algunas sefiales de sonido pueden filtrarse. Para evitar la fuga
de dicha sefal de sonido, el cuerpo del dispositivo movil incluye una estructura de conducto (no mostrada, en lo
sucesivo, un segundo conducto) acoplado al conducto 320 (en adelante, un primer conducto) del médulo 300 de
altavoz. En otras palabras, como se proporciona un segundo conducto acoplado al primer conducto 320 en el cuerpo
del dispositivo movil, una sefial de sonido emitida desde el médulo 300 de altavoz puede irradiarse al exterior sin
fugas. De esta forma, cuando se forma el segundo conducto en el cuerpo del dispositivo moévil, el miembro 330 de
proteccion puede estar unido a una superficie de abertura del segundo conducto. La superficie de abertura del segundo
conducto es opuesta a la superficie de abertura del primer conducto 320.
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En las Figuras 6A y 6B, un extremo lateral del conducto 320 al que esta unido el miembro 330 de proteccion esta
formado como una inclinacién con respecto a la direccién de extension del conducto 320, pero un extremo lateral del
conducto 320 del médulo 300 de altavoz puede formarse en diversas formas que tienen una superficie mas grande
que una superficie de abertura del aparato 10 de altavoz de la técnica relacionada. Por ejemplo, un extremo lateral del
conducto 320 del moédulo 300 de altavoz puede formarse en forma sobresaliente mientras tiene una inclinacion como
'<"y ">' 0 en forma sobresaliente mientras tiene una curvatura como '(' y ')'. Como alternativa, al formar un extremo
lateral del conducto 320 al que se une el miembro 330 de proteccién de forma escalonada, se puede aumentar un
area a la que esta unido el miembro 330 de proteccion. Una estructura de extremo lateral del conducto 320 puede
aplicarse a los ejemplos primero y segundo anteriores para formar la segunda superficie de abertura, y a la cuarta
realizacion ejemplar a través de una quinta realizacion ejemplar que se describira mas adelante.

Las Figuras 7A'y 7B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia externa
y una seccion de un modulo de altavoz de acuerdo con un cuarto ejemplo.

Con referencia a las Figuras 7A 'y 7B, un modulo 400 de altavoz de acuerdo con el cuarto ejemplo incluye un altavoz
440 para emitir una sefial de sonido, un cuerpo 410 en el que esta montado el altavoz 440, un conducto 420 para
formar una trayectoria de radiacion de una sefial de sonido emitida a través del altavoz 440, y un miembro 430 de
proteccion unido al conducto 420 para evitar que una sustancia extrafia entre en el médulo del altavoz.

El conducto 420 incluye una primera superficie 421 de abertura formada verticalmente en un lado del conducto 420, y
una segunda superficie 422 de abertura formada paralela a una direccion longitudinal del conducto 420. El miembro
430 de proteccion esta unido para encerrar la primera superficie 421 de abertura y la segunda superficie 422 de
abertura.

El moédulo 400 de altavoz de acuerdo con el cuarto ejemplo tiene una o mas superficies de abertura, y como el miembro
430 de proteccion esta unido a la una o mas superficies de abertura, el miembro 430 de proteccion evita que se
deteriore un rendimiento de sonido (presion de sonido). En otras palabras, el médulo 400 de altavoz de acuerdo con
el cuarto ejemplo no une un miembro de proteccion a una superficie de abertura que tiene un area estrecha como la
técnica relacionada, sino que forma una o mas superficies de abertura, y por lo tanto un miembro de proteccién puede
unirse a un area relativamente amplia en comparacién con la técnica relacionada, minimizando asi el deterioro de un
rendimiento de sonido debido al miembro de proteccion.

El médulo 400 de altavoz esta sujeto al cuerpo del dispositivo moévil. Cuando el médulo 400 de altavoz esta sujeto al
cuerpo del dispositivo movil, una sefial de sonido del altavoz 440 se irradia hacia el exterior del médulo 400 de altavoz
a través de la primera superficie 421 de abertura y la segunda superficie 422 de abertura del conducto 420, y se irradia
hacia el exterior a través de un orificio de altavoz formado en un lado (por ejemplo, una superficie lateral) del cuerpo
del dispositivo movil. En este caso, cuando la segunda superficie 422 de abertura esta bloqueada por el cuerpo del
dispositivo movil, una sefial de sonido se irradia solo a través de la primera superficie 421 de abertura, y de este modo
se produce el mismo problema que el de la técnica relacionada. Para evitar esto, es preferible que el cuerpo del
dispositivo mévil se forme para no bloquear la segunda superficie 422 de abertura del médulo 400 de altavoz. Por
ejemplo, el cuerpo del dispositivo mévil puede incluir un dispositivo (por ejemplo, un conducto, un espacio) para
transferir una salida de sefial de sonido a través de la segunda superficie 422 de abertura al orificio del altavoz. Asi
mismo, es preferible que se elimine un area de extremo superior de un miembro insonorizado 450. Esto es para evitar
un problema de que una sefial de sonido irradiada a través de la segunda superficie 422 de abertura no se transfiere
al exterior a través del orificio del altavoz de la caja por el miembro insonorizado 450.

Las Figuras 8A y 8B son una vista en perspectiva y una vista en seccion transversal que ilustra una apariencia externa
y una seccion de un modulo de altavoz de acuerdo con un quinto ejemplo.

Con referencia a las Figuras 8A y 8B, un mddulo 500 de altavoz de acuerdo con el quinto ejemplo incluye un cuerpo
510, un conducto 520, un miembro 530 de proteccion, un altavoz 540 y un miembro 550 insonorizado.

El médulo 500 de altavoz de acuerdo con el quinto ejemplo tiene una estructura similar a la de los médulos 100 y 200
de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo y el segundo ejemplo, respectivamente. El médulo 500 de altavoz de
acuerdo con el quinto ejemplo incluye una cubierta 524 insonorizada fijada a una superficie de abertura por encima
del miembro 530 de proteccion. La cubierta 524 insonorizada evita que una sefial de sonido se distribuya y se envie a
la superficie de abertura sobre el miembro 530 de proteccion. Sin embargo, el miembro 530 de proteccion esta unido
en formas diferentes que en las realizaciones anteriores. Especificamente, en el primer ejemplo de realizacion y el
segundo ejemplo de realizacion, los miembros 130 y 230 de proteccion tienen una inclinacién vertical, pero el miembro
530 de proteccion del modulo 500 de altavoz de acuerdo con la quinta realizacion ejemplar tiene una inclinacion en
direccion horizontal, como se muestra en las Figuras 8A y 8B. En las Figuras 8A 'y 8B, el médulo 500 de altavoz incluye
un miembro 530 de proteccion, pero los ejemplos no se limitan a la misma. En otras palabras, tal y como se ha descrito
anteriormente, el médulo 500 de altavoz puede incluir una pluralidad de miembros de proteccion.

La Figura 9 es una vista en seccion transversal que ilustra una forma fija de un médulo de altavoz y un dispositivo
movil que tiene una estructura de radiacion de conducto de acuerdo con otro ejemplo.

Haciendo referencia a la Figura 9, un dispositivo 700 moévil de acuerdo con el ejemplo adicional incluye un cuerpo 710
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en el que esta montado un médulo 600 de altavoz y un segundo conducto 720 formado en el cuerpo 710 para irradiar
una sefial de sonido del mddulo 600 de altavoz hacia el exterior. El dispositivo 700 mévil de acuerdo con el ejemplo
adicional incluye un miembro 730 de proteccion para evitar que una sustancia extrafia entre en el interior del segundo
conducto 720.

El segundo conducto 720 incluye una primera superficie de abertura que contacta con un primer conducto 620, una
segunda superficie de abertura formada dentro del segundo conducto 720 y a la que esta unido el miembro 730 de
proteccion, y una tercera superficie de abertura situada en un lado opuesto de la primera superficie de abertura para
irradiar una sefial de sonido hacia el exterior. Asi mismo, el dispositivo 700 mavil incluye un miembro 650 insonorizado
colocado entre la primera superficie de abertura del segundo conducto 720 y una superficie de abertura del primer
conducto 620 para transferir una salida de sefial de sonido desde un altavoz 640 sin fugas del primer conducto 620 al
segundo conducto 720. El dispositivo 700 movil puede incluir una pluralidad de miembros de proteccién. Por ejemplo,
el dispositivo 700 movil puede unir ademas un miembro 750 de proteccion a la tercera superficie de abertura. En este
caso, el miembro 750 de proteccion unido a la tercera superficie de abertura puede tener un tamafio de orificio mayor
o igual que el miembro 730 de proteccion unido al interior del segundo conducto 720.

Las Figuras 10A y 10B son graficos que ilustran un resultado de medicion del rendimiento del sonido de un médulo de
altavoz de la técnica relacionada y médulos de altavoz de realizaciones ejemplares de la presente invencion. La Figura
10A es un grafico que ilustra un resultado de medicién de presion de sonido de cada modulo de altavoz, y la Figura
10B es un grafico que ilustra un resultado de medicion de distorsion arménica total (THD) de cada modulo de altavoz.
Cuando se introduce una onda sinusoidal que es una frecuencia Unica, la THD es una relacién de la suma de nivel de
un componente armonico incluido en una sefial de salida y un nivel de sefial de salida. En otras palabras, mientras el
valor THD sea bajo, el rendimiento del altavoz es bueno.

Con referencia a la Figura 10A, un primer grafico A es un grafico de presion acustica del médulo 10 de altavoz de la
técnica relacionada, un segundo grafico B es un grafico de presion acustica del médulo 100 de altavoz de acuerdo
con el primer ejemplo de realizacion de la presente invencion, y un tercer grafico C es un grafico de presion acustica
del médulo 200 de altavoz de acuerdo con el segundo ejemplo de realizacion de la presente invencion. Al comparar
el primer grafico A con el tercer grafico C, se puede ver que generalmente aumenta la presion de sonido de los médulos
100 y 200 de altavoz de acuerdo con realizaciones ejemplares de la presente invencién, en comparaciéon con el médulo
10 de altavoz de la técnica relacionada. Mas especificamente, se puede ver que los médulos 100 y 200 de altavoz de
acuerdo con realizaciones ejemplares de la presente invencion son similares en una banda de frecuencia, o se
aumenta una presion de sonido de aproximadamente 1 decibelio (dB) a 6 dB, en comparacion con el médulo 10 de
altavoz de la técnica relacionada. Asi mismo, al comparar el segundo grafico B y el tercer grafico C, se puede ver que
la presion de sonido del médulo 200 de altavoz de acuerdo con la segunda realizaciéon ejemplar se incrementa adn
mas en una banda intermedia y grande, de aproximadamente 900 Hertz (Hz) a aproximadamente 3000 Hz y
nuevamente de aproximadamente 4500 Hz a aproximadamente 7500 Hz, en comparacion con el médulo 100 de
altavoz de acuerdo con el primer ejemplo de realizacion.

Un cuarto grafico A' es un grafico THD del modulo 10 de altavoz de la técnica relacionada, un quinto grafico B' es un
grafico THD del médulo 100 de altavoz de acuerdo con el primer ejemplo de realizacion de la presente invencion, y un
sexto grafico C' es un grafico THD del modulo 200 de altavoz de acuerdo con el segundo ejemplo de realizacion de la
presente invencion. Cuando se compara con el cuarto grafico A’ con el sexto grafico C', puede verse que los médulos
100 y 200 de altavoz de acuerdo con realizaciones ejemplares de la presente invenciéon son generalmente mas bajos
en THD que el modulo 10 de altavoz de la técnica relacionada. Esto significa que un nivel de un componente arménico
incluido en una salida de sefial desde los médulos 100 y 200 de altavoz de acuerdo con las realizaciones ejemplares
de la presente invencion es bajo. En otras palabras, se puede ver que se mejora el rendimiento de los moédulos 100 y
200 de altavoz de acuerdo con realizaciones ejemplares de la presente invencion, en comparacion con el médulo 10
de altavoz de la técnica relacionada.

Las Figuras 10A y 10B ilustran los resultados de medicion de los médulos 100 y 200 de altavoz de acuerdo solo con
el primer ejemplo de realizacion y el segundo ejemplo de realizacion de la presente invencion. Sin embargo, un
rendimiento de los modulos de altavoces 300, 400 y 500 de acuerdo con el tercer, cuarto y quinto ejemplos de
realizacién de la presente invencion, y el modulo 600 de altavoz sujeto a un dispositivo mévil que tiene una estructura
de radiacion de conducto descrita en la Figura 9, se mejora de forma similar en comparacion con el médulo 10 de
altavoz de la técnica relacionada.

En la descripcion anterior, se ha descrito que un miembro de protecciéon esta unido a un conducto formado en un
moédulo de altavoz o un cuerpo de dispositivo moévil. Sin embargo, la presente invencion no esta limitada a ello. Por
ejemplo, en un ejemplo de realizacién de la presente invencion, un miembro de proteccion puede estar doblemente
unido. En otras palabras, en un ejemplo de realizacion de la presente invencion, se puede unir un miembro de
proteccion a un conducto y a un orificio de altavoz de un cuerpo de un dispositivo movil. En este caso, es preferible
colocar un miembro de proteccion en el que el tamafio de un orificio sea relativamente grande para el orificio del
altavoz y el conducto. Como alternativa, en una estructura del primer ejemplo de realizacion y el segundo ejemplo de
realizacion de la presente invencion, un miembro de proteccion puede estar doblemente unido a una primera superficie
de abertura y una segunda superficie de abertura. De esta forma, de acuerdo con la presente invencion, al unir un
miembro de proteccion que tiene un tamafo de orificio relativamente grande a una superficie de abertura, el deterioro
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de la presién acustica por un miembro de proteccion se reduce, y al unir una pluralidad de miembros de proteccion,
debido a un area aumentada del tamafo del orificio del miembro de proteccién, se puede minimizar la posibilidad de
que una sustancia extrafia ingrese al modulo de altavoz.

Tal como se ha descrito anteriormente, un médulo de altavoz para un dispositivo movil y un dispositivo mévil que tiene
una estructura de radiacion de conducto de acuerdo con un ejemplo de realizacion de la presente invencion puede
aumentar un area de una superficie de abertura a la que se une un miembro de protecciéon cambiando la forma de un
conducto en el que se irradia la sefal de sonido. De esta forma, a medida que aumenta el area de la superficie de
abertura, se puede mejorar un problema de deterioro del rendimiento del miembro de proteccion. En otras palabras,
se puede mejorar el rendimiento de sonido del médulo de altavoz.

Si bien la invencion se ha mostrado y descrito con referencia a ciertas realizaciones ejemplares predeterminadas de
la misma, los expertos en la materia entenderan que se pueden realizar diversos cambios en la forma y los detalles
sin alejarse del ambito de la invencion tal y como se define en las reivindicaciones adjuntas.
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REIVINDICACIONES
1. Un dispositivo mévil que comprende:
un modulo (300) de altavoz que comprende:

un altavoz (340) configurado para emitir una sefial de sonido; y

un conducto (320) configurado para proporcionar una ruta de radiacion para la salida de sefial de sonido desde
el altavoz (340), comprendiendo el conducto (320) un extremo lateral, en el que la sefial de sonido se emite
desde el médulo (300) de altavoz y una primera abertura (321) que tiene una configuracion inclinada en el
extremo lateral;

un cuerpo al que se fija el modulo (300) de altavoz, comprendiendo el cuerpo una estructura de conducto que
comprende una segunda abertura opuesta a la primera abertura (321), estando la segunda abertura configurada
para acoplarse a la primera abertura; y un miembro (330) de proteccion, dispuesto entre la primera abertura (321)
y la segunda abertura, para evitar que una sustancia extrafia entre en el interior del médulo (300) de altavoz;

en el que el conducto (320) y la estructura de conducto estan configurados de forma que la primera abertura (321)
esta acoplada a la segunda abertura para irradiar la sefial de sonido al exterior del dispositivo movil a través de la
estructura de conducto sin fugas.

2. El dispositivo movil de la reivindicacion 1, en el que la estructura de conducto comprende un segundo conducto.

3. El dispositivo mavil de la reivindicacion 1, en el que el miembro (330) de proteccion tiene un area mas grande que
el area de la seccion transversal del conducto (320) en un plano que es normal a la direccion longitudinal del conducto
(320).

4. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el miembro (330) de
proteccion esta formado de una malla o tela no tejida.

5. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el miembro de proteccién
esta unido a la abertura (321) del conducto (320).

6. El dispositivo de acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que el conducto (320)
comprende una primera superficie, una segunda superficie opuesta a la primera superficie, y superficies laterales que
definen un espacio mediante la conexién a los bordes de la primera superficie y la segunda superficie.

7. El dispositivo mévil de la reivindicacion 1, en el que todo el miembro (330) de proteccidn dispuesto en una superficie
que comprende la primera abertura (321) tiene la configuracion inclinada.

8. El dispositivo movil de la reivindicacion 1, en el que el miembro (330) de proteccién que cubre la primera abertura
(321) tiene la configuracion inclinada.

9. El dispositivo moévil de la reivindicacion 1, en el que el médulo (300) de altavoz comprende ademas un cuerpo de
modulo de altavoz (310) formado con una cavidad para alojar el altavoz (340), y el conducto (320) se extiende desde
un lado del cuerpo del médulo de altavoz (310) para tener un longitud predeterminada.

10. El dispositivo mévil de la reivindicacion 9, en el que el cuerpo del médulo de altavoz (310) esta configurado para
ser insonorizado, excepto en la primera abertura (321), de modo que la sefal de sonido se irradie hacia el exterior del
dispositivo mévil solo a través de la primera abertura (321).
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